Tematy ułatwiające przygotowanie się do egzaminu z EMC dla studentów studiów magisterskich -  kierunek elektrotechnika.

styczeń/ luty 2005

Cz. I

1. Co rozumiemy przez oddziaływania i środowisko elektromagnetyczne? Podać przykłady środowisk znormalizowanych.

2. Jak powstają i na czym polega propagacja zaburzeń.

3. Wymienić najważniejsze przyczyny wzrostu znaczenia EMC. 

4. Czego dotyczy i co zawiera dyrektywa kompatybilnościowa 89/336

5. O czym świadczy znak CE? Jakiego rodzaju normy istnieją w EMC i które mają pierwszeństwo?

6. Podać definicję kompatybilności elektromagnetycznej według dyrektywy 89/336. Czy urządzenia mające znak CE są kompatybilne elektromagnetycznie zgodnie z tą definicja?

7. Co nazywamy wrażliwością elektromagnetyczną a co  odpornością elektromagnetyczną? Wyjaśnić różnice na podstawie konkretnego urządzenia

8. Omówić sposób wyznaczania odporności elektromagnetycznej.

9. Co to jest „poziom kompatybilności elektromagnetycznej”? Podać definicje zapasu kompatybilności i zapasu odporności.

10. Z czego wynika konieczność zachowania zapasu kompatybilności- jakiego rzędu są wartości tego zapasu (marginesu) ? Kiedy zapas ten odgrywa zasadniczą rolę?

11. Czy urządzenie będzie pracowało kompatybilne jeżeli przy  wymaganym zapasie kompatybilności 10dB, jego odporność wynosi 35dB a poziom emisji zakłóceń wynosi 18dB?

12. Co należy zrobić aby urządzenie o odporności 20dB pracowało kompatybilne przy  poziomie emisji zakłóceń  8dB i wymaganym zapasie kompatybilności 10dB? Wyjaśnić.

13. Na czym polegają ogólne zasady strategii prowadzącej do osiągnięcia kompatybilności urządzeń? Odpowiedź uzasadnić.

14. Podać możliwości i ograniczenia redukcji emisji zakłóceń. Podać możliwości i ograniczenia zmniejszenia sprzężeń pomiędzy źródłem i ofiarą zakłóceń.

15. Co to jest impedancja falowa i jakie ma wartości w próżni, w polu dalekim. Wyjaśnić pojęcia: pole bliskie i pole dalekie

16. Wyjaśnić pojęcie pole elektromagnetyczne wysokoimpedancyjne oraz pole magnetyczne.

17. Kiedy powstaje pole magnetyczne, a kiedy pole elektryczne? Czy te same źródła mogą wytwarzać falę elektromagnetyczną?

18. Wyrazić w dB(V napięcie 1mV. Wyrazić w V/m, natężenie pola elektrycznego o 140 dBmV/m.

19. Natężenie I = 40 dB(A, napięcie U= 60 dBmV. Obliczyć moc w dB(W.

20. Wyjaśnić pojęcie „zakłócające sygnały wspólne” oraz „zakłócające sygnały różnicowe”.

21. Napisać prawa Maxwella w postaci całkowej. Kiedy prawa Kirchhoff’a mogą okazać się zawodne?

22. Co nazywamy prądem przesunięcia i kiedy w EMC ma on znaczenie praktyczne?

23. Na czym polega znaczenie sygnałów różnicowych a na czym polega znaczenie sygnałów wspólnych?

24. W jednym z dwu  przewodów prąd zakłócający ma wartość 15mA, w drugim 30mA. Obliczyć prąd wspólny i różnicowy. Jaką wartość ma prąd płynący przez masę , jeżeli prąd wspólny w każdym z dwóch przewodów ma wartość 15mA, a prąd różnicowy 2mA?

25. Narysować schemat umożliwiający pomiar prądu zakłócającego wspólnego i pomiar prądu zakłócającego, różnicowego.

26. Podać sposoby zmniejszenia skutków występowania sygnałów wspólnych i sygnałów różnicowych.

27. Opisać pętlę wrażliwą dla sygnałów wspólnych i dla sygnałów różnicowych. Na czym polega konwersja sygnałów wspólnych?

28.  Od jakich cech obwodu zależy współczynnik ”odrzucenia sygnałów wspólnych”? Co nazywamy dławikiem sygnałów wspólnych?

29. Podać zasadę działania dławika sygnałów wspólnych. Podać wartości indukcyjności zewnętrznej przewodu prostoliniowego.

30. Narysować schemat oraz charakterystykę częstotliwościową rezystora, dla sygnałów w.cz.

31. Podać charakterystykę częstotliwościową indukcyjności oraz schemat zastępczy dla sygnałów w.cz. Podać środki które mogą zwiększyć częstotliwości rezonansowe dla indukcyjności 

32. Narysować schemat zastępczy kondensatora dla sygnałów w.cz. Podać sposoby zwiększania częstotliwości rezonansowej kondensatorów. 

33. Jakie, co najmniej, wartości częstotliwości rezonansowej powinny mieć wszystkie elementy stosowane w filtrach kompatybilnościowych - dlaczego?

Cz. II

1. Co to są źródła intencjonalne, a co nie intencjonalne; podać przykłady. W których z tych źródeł można ograniczać emisje zaburzeń.

2. Jakie parametry wyładowania piorunowego decydują o zagrożeniu aparatury? Odpowiedź uzasadnić.

3. Wymienić trzy najważniejsze mechanizmy powodujące zagrożenie aparatury przez wyładowania atmosferyczne.

4. Podać mechanizm powstawania wyładowań ESD. Narysować przebiegi i scharakteryzować wyładowanie osobowe i obiektowe ESD.

5. Dla jakich elementów i jakiego rodzaju zagrożenie stwarzają wyładowania ESD? Odpowiedź wyjaśnić.

6. W jakich fazach konstrukcji i użytkowania sprzętu elektrycznego i elektronicznego mogą wystąpić wył. ESD ? 

7. Jakie środki należy przedsiębrać w celu ograniczenia negatywnych skutków wyładowań ESD? Omówić działanie tych środków.

8. W jakiej odległości od nadajników komunikacyjnych mogą być zakłócane urządzenia elektr.? Podać przykłady.

9. Podać mechanizm powstawania serii impulsów (burst) przy otwieraniu obwodów z indukcyjnością.

10. Jakie negatywne skutki wywołuje obecność harmonicznych w sieciach elektrycznych? Jakie elementy obwodów elektrycznych powodują występowanie harmonicznych w sieciach?

11. Wyjaśnić przyczynę powstawania harmonicznych w prądzie i w napięciu. Podać środki jakie można stosować w celu ograniczenia harmonicznych w sieciach.

12. Którego rzędu  harmoniczne stwarzają największe zagrożenie rezonansem? W jaki sposób można temu przeciwdziałać?

13. Podać przykłady sprzężenia przez przewodzenie. Co to jest sprzężenie przez impedancję masy? 

14. Wyjaśnić na przykładzie sprzężenie przez wspólną impedancję. Kiedy może występować ? Narysować schemat .

15. Jakie najważniejsze warunki musi spełniać instalacja masy, aby zredukować sprzężenie przez wspólną masę? Od czego zależy zakres częstotliwości dla której instalacja masy działa odkłócająco?

16. Jakie zagrożenie stwarza sprzężenie przez obwody zasilania? Jak je redukować?

17. Jakiego rodzaju zakłócenia (z jakich źródeł) mogą być propagowane przez sieci? Skąd pochodzą? Jak je redukować? 

18. Jakiego rodzaju sprzężenia można wyróżnić przy sprzężeniu przez pole elektromagnetyczne? Które są groźne przy niskiej, a które przy wysokiej częstotliwości?

19. Na czym polega diafonia pojemnościowa? Podać sposoby redukcji diafonii pojemnościowej sygnałów różnicowych. Kiedy diafonia pojemnościowa jest szczególnie groźna.

20. Co nazywamy instalacją ziemi? Jakie funkcje spełnia instalacja ziemi? Podać wady i zalety znanych rozwiązań uziomów.

21. Jakie skutki niesie istnienie dwóch niezależnych instalacji uziomowych dla wspólnie pracujących urządzeń.

22. Podać główne zadania spełniane przez instalacje masy. Podać wady i zalety masy gwiazdowej. W jakich przypadkach można  stosować masę gwiazdową?

23. Jakie są podstawowe cechy konstrukcji instalacji masy oczkowej? Jakie warunki powinny spełniać dodatkowe połączenia w masie oczkowej? 

24. Jak należy wykonywać połączenia masy kart elektronicznych analogowych, jak cyfrowych, a jak anologowo-cyfrowych?

25. Jakie zjawiska i właściwości sygnałów zaburzających są wykorzystywane przy filtrowaniu EMC? Podać przykłady.

26. Rolę jakich filtrów może spełniać kondensator? Podać przykłady zastosowania kondensatorów w przypadku sygnałów różnicowych i wspólnych?

27. Na czym polega cecha dwukierunkowości filtrów EMC, a na czym cecha nieodwracalności filtrów?

28. Jak definiowana jest skuteczność filtrowania filtrów EMC? Dlaczego w ten sposób?

29. W jakim przypadku filtr EMC może być traktowany jako element odwracalny? Jakie są najważniejsze zasady montażu filtrów EMC?

30. Podać przykłady (schematy) dolnoprzepustowych filtrów sygnałów zakłócających, wspólnych i różnicowych.

31. Narysować schemat skojarzonego filtru sieciowego. Co decyduje o doborze poszczególnych parametrów elementów?

32. Jaką rolę spełniają ekrany w EMC? Podać definicję skuteczności ekranowania.

33. Wyjaśnić rolę i wpływ na skuteczność ekranowania, zjawiska odbicia. Kiedy jest ono decydujące?

34. Wyjaśnić rolę jaką przy ekranowaniu odgrywa zjawisko absorpcji. Kiedy jest ono decydujące?

35. Opisać ekranowanie pól bliskich. Czy odległość ekranu od źródła ma wpływ na skuteczność ekranowania?

36. Jaką rolę odgrywają otwory w ekranach w przypadku pól bliskich, a jaką w przypadku pól dalekich? Wyjaśnić

37. Czy obudowa wykonana z masy plastycznej może spełniać role ekranu? Wyjaśnić.

38. Narysować schemat blokowy pomiarów zakłóceń przewodzonych. Wyjaśnić role poszczególnych elementów.

39.  Wymienić rodzaje testów stosowanych przy badaniach odporności. Co określają poziomy ostrości badań?

40. Narysować schemat blokowy pomiarów zakłóceń promieniowanych. Wyjaśnić rolę pomieszczenia badawczego.

41. Badania kompatybilnościowe - wymienić rodzaje, podać cele i scharakteryzować je.

42. Przy pomocy jakich urządzeń można wykonywać badania zakłóceń promieniowanych?

43. Co to jest i do czego służy sieć sztuczna (LISN)? Narysować schemat blokowy LISN.

